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오늘날 마이크로칩 없이는 아무것도 돌아가지 않습니다. 이 작은 고성능 칩이 완성되기까지는 2000개가 넘는 공정 단계를 거치고, 수개월이 소요됩니다. TRUMPF는 눈에 잘 띄지 않지만, 필수 적인 많은 생산 단

계에 관여하고 있습니다. 독일, 폴란드, 미국, 일본, 중국 등 여러 설치장소에서 TRUMPF 직원들은 미래 기술을 가능하게 만들기 위해 노력하고 있습니다. 그런데 이 작은 고성능 칩은 실제로 어떻게 만들어질까요?

그리고 TRUMPF가 관여하는 생산 단계는 어디인가요? 세계에서 가장 복잡한 제조 공정 중 하나의 내부 과정을 살펴봅시다.

처음에는 평범해 보이는 원재료, 바로 실리콘입니다. 규사에서 시작해, 커다란 용광로 안에서 원통형 결정으로 녹여집니다. 이 결정들은 이후 매우 얇은, 소위 웨이퍼로 절단됩니다. 각 웨이퍼는 직경 30cm로 가족용 피

자 정도의 크기이며, 이후 수백에서 수천 개의 칩을 만드는 기반이 됩니다.

실리콘의 특징은 도전성과 절연성이라는 서로 다른 성질을 동시에 지니고 있다는 것입니다. 실리콘은 가공 방식에 따라 전류를 때로는 흐르게 하고, 때로는 흐르지 않게 할 수 있습니다. 바로 이 특징 때문에 실리콘은 "반도

체"라고 불립니다.
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웨이퍼: 처음에는 단순히 반짝이는 판에 불과하지만, 이후 수백에서 수천 개의 칩이 만들어집니다.

한 층씩 쌓아 올려 현대 전자장치의 두뇌로

이제 첨단 기술 작업이 시작됩니다. 플라즈마 챔버에서 먼저 웨이퍼 위에 도전층 또는 절연층이 입혀집니다. TRUMPF 발진기들은 이를 위해 정밀하게 제어된 에너지를 공급합니다. 전압, 주파수 및 전류 세기를 공정에

서 필요한 범위 내에서 정확히 유지합니다.

그 다음 웨이퍼에는 감광성 레지스트가 입혀집니다. 이를 통해 웨이퍼는 칩 생산의 핵심인 리소그래피 단계를 준비하게 됩니다. 고에너지 극자외선(EUV) 광은 정밀 노광을 통해 감광성 레지스트 위에 미세한 패턴을 형성합

니다. 이 과정에서 TRUMPF는 전 세계적으로 핵심적인 역할을 담당합니다. 고출력 레이저는 가장 성능이 뛰어난 마이크로칩 기술의 핵심 부품 중 하나이기 때문입니다.

노광된 범위는 플라스마 공정을 통해 식각되어, 그 결과 재료 안에 매우 미세한 회로 선이 형성됩니다. 여기서도 TRUMPF 발진기들은 복잡한 식각 공정을 제어하는 데 중요한 역할을 합니다.

<p>TRUMPF 발진기들은 전류를 안정화시키며, 전류 세기, 전압 및 주파수를 고정밀도로 설정합니다.</p> <p>칩 생산의 핵심: 세계에서 가장 강력한 펄스 방식의 산업용 레이저의 한 부품으로, EUV 리소그래피를 가능하게 하기 위해
광을 생성하는 데 사용됩니다.</p>

<p>극자외선(EUV) 광은 나중의 회로 선을 감광성 레지스트 위에 미세한 패턴으로 형성합니다.</p>

나노 단위 범위에서의 정밀 작업

그다음 "도핑"이라고 불리는 과정이 진행되며, 이 과정에서는 보통 붕소나 인과 같은 원자가 생성되는 마이크로칩의 특정 영역에 삽입됩니다. 여기서도 TRUMPF 발진기들이 공정 중 필요한 정확성을 보장합니다. 각각

의 원자가 실리콘의 전기 전도성을 변화시킵니다. 이를 통해 전류 흐름을 원하는 대로 통하게 하거나 차단할 수 있게 됩니다. 이 단계에서 컴퓨터 디지털 논리의 기반이 만들어집니다: 0과 1, 즉 전류를 차단하거나 흐르게

하는 원리입니다.

첫 번째 층이 끝나면, 웨이퍼 표면을 화학적 기계적 연마 공정으로 다듬어 다시 거울처럼 매끄럽고 반짝이도록 만듭니다. 그다음 공정은 다시 처음부터 시작됩니다. 층을 입히고, 노광하고, 식각하고, 평탄화하는 과정을 수십

번 반복합니다. 이 과정을 통해 서로 연결된 구조들이 모래알보다 수백만 배 더 작게 형성됩니다.
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하나의 웨이퍼에서 최대 수천 개의 개별 칩들이 만들어집니다.

공정 중간마다 측정 시스템이 품질을 정기적으로 확인하고, 이때에도 레이저가 사용됩니다. 먼저 제조 과정에서, 이후에는 하중과 온도 조건에서 테스트가 진행됩니다. 이는 매우 중요한데, 아주 작은 결함만으로도 수백만 개

의 칩이 포함된 전체 배치를 사용할 수 없게 만들 수 있기 때문입니다.

마지막 층이 완료되면, 레이저가 웨이퍼를 수백에서 수천 개 부분으로 나눕니다. 이들은 각각 기판 위에 장착되고 보호 케이스에 넣어집니다. 이 과정에서 레이저는 예를 들어 접촉부를 노출시키고, 와이어를 용접하거나 일련

번호를 마킹하는 등 다양한 작업에 활용됩니다. 최종 검사를 거친 뒤, 이 미세한 구성품들은 완성된 마이크로칩으로 스마트폰, 자동차, 의료기기에 탑재됩니다.

TRUMPF 기업의 반도체 제조에 대해 더 알아보기

<p>TRUMPF가 없으면 AI도 없습니다. 당사의 레이저 및 플라즈마 솔루션은 현대 반도체 제조의 중추적인 역할을 합니다. EUV 리소그래피부터 첨단

패키징(Advanced Packaging)까지, 당사의 테크놀로지는 미래를 여는 모든 현장에서 사용됩니다. 코팅, 노광, 식각 등 모든 공정에서 혁신과 발전을

추구한다면 TRUMPF를 빼놓을 수 없습니다. 동시에 당사는 한 걸음 더 나아가, 최고 성능과 함께 자원을 절약하는 공정도 가능하게 합니다. 선도적인 테크놀

로지 파트너와 함께, 당사는 산업 전체를 바꾸는 혁신을 개발합니다.</p> <p><a href="t3://page?uid=152350">더 알아보

기</a></p>
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